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Zuverlässige Elektrofahrzeuge mit Pannen-
vorhersage
Die Zuverlässigkeit leistungselektronischer Module, die für 
den Antrieb von Elektrofahrzeugen benötigt werden, wird
maßgeblich durch die Lebensdauer der stromführenden 
Drahtverbindungen zu den Chips bestimmt, der sogenann-
ten Bondverbindungen. Diese dünnen Stromdrähte werden 
durch dauerhafte Temperatureinflüsse und Vibrationen 
extrem belastet, was ihre Haltbarkeit einschränkt. Das 
Projekt RoBE – „Robustheit für Bonds in E-Fahrzeugen“ – 
hat sich das ambitionierte Forschungsziel gesteckt, eine 
abgesicherte Lebensdauerprognose jeder solcher Bond-
verbindungen schon bei der Herstellung zu ermöglichen 
und gleichzeitig die Lebensdauer um mindestens 100 % zu 
erhöhen. Damit setzt RoBE einen neuen Benchmark für die 
Zuverlässigkeit von Bondverbindungen.

Die Bondverbindungstechnik, eine Schlüsseltechnologie 
für zukunftsweisende, elektrisch angetriebene Fahrzeuge, 
hat sich als höchst flexible, kostengünstige und gewichts-
effiziente Technologie etabliert. Ein besser geeignetes 
Kontaktierungsverfahren ist mittelfristig nicht in Sicht.

Um die Zuverlässigkeit von Bondverbindungen weiter ver-
bessern zu können, ist ein grundlegend tieferes Verständnis
der Einflussfaktoren und der mechatronischen Zusam-
menhänge dieser Technik unabdingbar. Durch die ziel-
gerichtete Erforschung der Prozesse und Materialien der 
Drahtbondtechnologie und der Entwicklung alternativer 
Techniken, wie Laserstrahlschweißen, können heutige 
Verfahrensgrenzen überwunden werden.

Wichtigster Hebel zur Erforschung innovativer Lösungen 
ist die Zusammenführung von Kompetenzen durch die 
Kooperation von Industrie und Forschungsinstituten im 
Projektkonsortium unter Führung der Audi AG. Die Projekt-
ergebnisse werden einen wichtigen Beitrag zur Stärkung 
der Wettbewerbsposition Deutschlands im Bereich der 
Leistungselektronik für Elektrofahrzeuge leisten.
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